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® Chipkarte und Verfahren zur Herstellung einer Chi'pkarte 

© Die Erfindung bezieht aich auf eine Chipkarte (1) zur 
kontaWosen Qbertragung von eJektriachen Signalen an ain 
Tormina/ mit aJnam Kartenk6rper, in welchem ein Koppelela- 
ment (2), welches Laiterbahnen (3) und KontaktanachlOsse 
Snn^l 8t ."S 8ln Ha,bWto rchlp (5) rnit ainar dam 
Koppelalement (2) zugeordneten eJektroniachen Schaltuna 
integriert : euagebildet aind, wobei der Hatbleiterchfp (5) auf 
aainer OberfJache mit Kontaktalamantan (8) fur die aJektri- 
ache Verblndung dar alektronischen Schaitung und dan 
KontoJ^nechluason (4) daa KoppeJelamentea (2) veraahen 
.at £a fat am wemgstena ainan Tail dar Leiterbahnan (3) und 
die KontelctanacWussa (4) daa KoppalaJamantaa (2) .tatOt- 
zander Trager (7) aua ainem eiektrfach iaollerenden Material 
vorgeaehen, der im Baraich der KontaktanachlGaae (4) dea 

. SPw!^ a, ^? nt6 ^ (2) "* • ,Mr Anting zur Aufnahma des 
' Halbleiterchipa (5) veraehen iat. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Chipkarte nach 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs I und ein Verfah- 
ren zur Herstellung einer Chipkarte nach dem Oberbe- 
griff des Patentanspruchs 12. 

Eine derartige kontaktlose Chipkarte bzw. ein derar- 
tiges Herstellungsverfahren ist beispielsweise aus der 
DE44 16 697A1 bekannt geworden, bei welcher die 
Spule innerhalb eines aus einer oder mehreren Schich- 
ten aufgebauten KartenkOrpers angeordnet ist Hierbei 
ist die Spule auf Schulterbereichen einer in einem spritz- 
gegossenen KartenkSrperteil vorgesehenen zweistufi- 
gen Aussparung angeordnet, wobei das Modul in diesel- 
be Aussparung des Kartenkdrperteils eingebaut und mit 
den SpulenanschJOssen elektrisch Ieitend verbunden 
wird 

Die Anwendungsmoglichkeiten von in der Regel im 
Scheckkartenformat ausgebildeten Chipkarten sind auf- 
grund einer hohen funktionalen Flexibilitat SuBerst viel- 
seiu'g geworden und nehmen mit der steigenden Re- 
chenleistung und Speicherkapazitat der verfugbaren in- 
tegrierten Schaltungen weiterhin zu. Neben den derzeit 
typischen Anwendungsfeidern solcher Chipkarten in 
der Form von Krankenversichertenkarten, Gleitzeiter- 
fassungskarten, Telefonkarten ergeben sich zukilnftig 
insbesondere Anwendungen im elektronischen Zah- 
lungsverkehr, bei der ZugriffskontroUe auf Rechner, bei 
geschOtzten Datenspeichern und dergleichen. Hinsicht- 
lich der Art der Kopplung an ein Terminal bzw. ein 
Lesegerat unterscheidet man kontaktbehaftete Chip- 
karten und sogenannte kontaktlose Chipkartea Bei ei- 
ner kontaktbehafteten Chipkarte erfolgt die Kontaktie- 
rung durch ein metallisches Kontaktfeld mit ublicher- 
weise nach einem ISO-Standard normierter Kontakt- 
elemente. Die Zuverlassigkeit von Chipkarten mit Kon- 
takten konnte zwar aufgrund der steigenden Produk- 
uonserfahrung der Hersteller in den vergangenen Jah- 
ren stetig verbessert werden, so daB zum Beispiel die 
Ausfallquote von Telefonkarten Uber eine Lebensdauer 
von einem Jahr heute deutlich unter ein Promille liegt 
Nach wie vor sind jedoch Kontakte eine der hSufigsten 
FeMerquellen in elektromechanischen Systemen. St6- 
rungen kdnnen zum Beispiel durch Verschmutzung 
Oder Abnutzung der Kontakte entstehen. Beim Einsatz 
in mobilen Geraten konnen Vibrationen zu kurzzeitigen 
Kontaktunterbrechungen fflhren. Da die Kontakte auf 
der Oberflache der Chipkarte direkt mit den Eingangen 
der integrierten Schaltung verbunden sind, besteht dar- 
uber hinaus die Gefahr, daB elektrostatische Entladun- 
gen die integrierte Schaltung im Innern der Karte 
schwachen oder gar zerstdren konnen. Diese techni- 
schen Probleme werden von der kontaktlosen Chipkar- 
te umgangen. Neben diesen technischen Vorteilen bie- 
tet die kontaktlose Chipkarte darOber hinaus eine Reihe 
interessanter neuer Moglichkeiten in der Anwendung 
fur den Kartenherausgeber und den Kartenbenutzer. So 
mussen kontaktlose Chipkarten zum Beispiel nicht un- 
bedmgt in einen Kartenleser eingesteckt werden, son- 
dern es gibt Systeme. die uber eine Entfernung von bis 
zu einem Meter funktionieren. Ein breites Anwendungs- 
gebiet stcllt beispielsweise der offentliche Personennah- 
verkehr dar, wo in mSglichst kurzer Zeit mOglichst viele 
Personen erfaBt werden mQssen. Neben weiteren Vor- 
teilen bietet die kontaktlose Chipkarte den Vorzug, daB 65 
keine technischen Eiemente an der Kartenoberflache 
sichtbar sind, so daB die optische Gestaltung der Kar- 
tenoberflache nicht durch Magnetstreifen oder Kon- 



taktflachen eingeschrankt wird. Die Nachteile bei den 
derzeit verfugbaren kontaktlosen Chipkarten u'egen vor 
allem in den zusatzlichen Bauelementen wie Obertra- 
gungsspulen oder Kondensatorplatten, die in die Kane 
5 zu integrieren sind. Dies fQhrt dazu, daB bis heute die 
Herstellung von kontaktlosen Chipkarten deutlich teu- 
rer ist als die vergleichbarer Karten mit Kontakten. 
DarQber hinaus ist die in der kontaktlosen Chipkarte 
erforderliche Elektronik zur kontaktlosen Obertragung 
to von elektrischen Signalen an das Terminal aufwendiger 
Im Pnnzip geeignet hierfQr sind Schaltungen, die eine 
Signalubertragung mittels Mikrowellen, optischer Si- 
gnale, kapazitiver oder induktiver Kopplung ermogli- 
chen, wobei sich wegen der flachen Bauform der Chip- 
is karte am ehesten die kapazitive und die induktive 
Kopplung eignen. Derzeit erfolgt bei den meisten kon- 
taktlosen Karten die Obertragung auf induktivem We- 
ge, mit dem sich sowohl die Daten wie auch die Energie- 
ubertragung realisieren lassen. So sind im Kartenkorper 
20 als Koppelelemente eine oder mehrere Induktionsspu- 
len mtegriert ausgebildet Die Obertragung von elektri- 
schen Signalen erfolgt nach dem Prinzip des lose gekop- 
pelten Transformators, wobei die Tragerfrequenz bei- 
spielsweise im Bereich zwischen 100 und 300 kHz oder 
25 bei einigen MHz, insbesondere der Industriefrequenz 
von 13,56 MHz liegt HierfQr werden Induktionsspulen 
nut einem gegeniiber der Grundflache des Halbleiter- 
chips von in der GroBenordnung etwa 10 mm 2 wesent- 
lich grSBeren Spulenflachen von typischerweise etwa 30 
30 bis 40 cm 2 benotigt, wobei die Induktionsspulen auf ge- 
eignete Weise mit der auf dem Halbleiterchip befindli- 
chen Schaltung kontaktiert werden mussen. Hierbei 
werden die Halbleiterbauelemente in Form von vorge- 
fenigten Modulen oder direkt als Chip auf die geatzte 
35 Spule momiert AnschlieBend wird das als separates 
Bauteil vorliegende Chipmodul samt der in der Regel 
nur wenige Windungen aufweisenden und flach ausge- 
bildeten Induktionsspule zur Fertigstellung der Chip- 
karte in den Kartenkdrper einlaminiert, wobei fur den 
40 Volumenausgleich beim Laminieren gegebenenfalls mit 
Ausstanzungen versehene Zwischenfolien als Inlettfo- 
lien eingebracht werdea 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine kon- 
taktlose Chipkarte und ein Verfahren zur Herstellung 
45 einer kontaktlosen Chipkarte zur Verfflgung zu stellen, 
welche bzw. welches eine einfachere Montage des Kop- 
peleiementes mit dem Halbleiterchip, und dabei eine 
hohe Zuverlassigkeit und Lebensdauer der kontaktlo- 
sen Chipkarte gewShrleistet. 
50 Diese Aufgabe wird durch eine Chipkarte gemfcB An- 
spruch 1 und ein Verfahren zu ihrer Herstellung gemaB 
Anspruchl2gel6sL 

ErfmdungsgemaB ist vorgesehen, daB ein wenigstens 
einen Teil der Leiterbahnen und die Kontaktanschlusse 
55 des Koppeleiementes absttitzender Trfiger aus einem 
elektrisch isolierenden Material vorgesehen ist, der im 
Beretch der Kontaktanschlfisse des Koppeleiementes 
rait einer Offnung zur Aufnahme des Halbleiterchips 
versehenist. 

eo Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung ei- 
ner kontaktlosen Chipkarte zeichnet sich durch foleen- 
deSchritteaus: * 



- Ausbilden bzw. Anordnen wenigstens eines Teils 
der Leiterbahnen und der KontaktaiischlGsse des 
Koppeleiementes auf einem Trager aus einem elek- 
trisch isolierenden Material, 

- Herstellen einer Offnung in dem Trager im Be- 
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reich der Kontaktanschhlsse des Koppelelementes, 

— Einsetzen des HaJbleiterchips in die Offnung des 
Tragers derart, daB die Kontakteiemente des Haib- 
leiterchips den Kontaktanschliissen zugewandt 
sind, und 

— Verbinden der Kontakteiemente des Halbleiter- 
chips rait den Kontaktanschliissen des Koppelele- 
mentes. 



Tragers erstreckenden Durchbruch dar, welcher vor- 
zugsweise durch eine chemische Atzung oder einc ther- 
mische Zersetzunghergestellt werden kann. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrung der Er- 
findung ist vorgesehen, daB das def elektronischen 
Schaltung des Haibleiterchips zugeordnete Koppelele- 
ment eine oder aucb mehrere, insbesondere spiralfdr- 
mig und flach mit nur wenigen Windungen ausgebildete 
Induktionsspulen mit gegenQber den auBeren Abmes- 
Die Erfindung erm6glicht eine Reihe von Vorteilen to sungen des Haibleiterchips wesentlich groBeren Spulen- 



gegenUber den vorbekannten kontaktlosen Chipkarten. 
2um einen kann bei einem geringen Justieraufwand das 
Koppelelemem einfacher rait dem Halbleiterchip mon- 
tiert werden, da die Leiterbahnen und die Kontaktan- 
schliisse des Koppelelementes auf dem Trager abge- 
stutzt werden kflnnen. Zum weiteren kann durch die 
Aufnahme des Haibleiterchips in der Offnung des Tra- 
gers ein Chipkartenmodul bestehend aus Halbleiterchip 
und Koppelelement mit minimaler Gesamtbauhahe zur 
VerfQgung gestellt werden. Gegeniiber den vorbekann- 
ten Anordnungen, bei denen nach der Montage der 
Halbleiterbauteile in Form von Moduien oder direkt als 
Chip auf das Koppelelement Erhdhungen stehen blei- 
ben, die mechanischen Beschadigungen ausgesetzt sein 
kSnnen und beim weiteren Aufbau der Chipkarte std- 
ren, und aus diesem Grunde den Einsatz von mit Aus- 
stanzungen versehenen Zwischenfolien fur den Volu- 
menausgleich beim spSteren Laminiervorgang der 
Chipkarte erfordern, liegen bei der erfindungsgemaBen 



umfangen bzw. Spulendurchmessern aiifweist Bei typi- 
schen Grundflachen des Haibleiterchips von etwa 
10 mm 2 liegen die Grundflachen der verwendeten In- 
duktionsspulen im Bereich von etwa 30 bis etwa 40 cm 2 . 
15 Die Induktionsspule besitzt hierbei hohe Spulengtlte- 
werte im Hochfrequenzbereich, typischerweise Q > 25 
bei C - 8 pF und L - 4,2 uH. Die elektrisch wirksame 
Fl&che des Koppelelementes entspricht in diesem Fall 
von Vorteil annahernd der Gesamtflache der Chipkarte, 
20 so daB hinsichtiich der Gr6Be der Induktionsspule die 
maximale Kartenflache ausgenutzt werden kann. Zur 
vollstandigen mechanischen Abstfltzung der Windun- 
gen der Induktionsspule besitzt der Trager einen der 
Induktionsspule entsprechenden AuBenumfang, also 
25 wiederum entsprechend der maximal moglichen Kar- 
tenflache. 

Der TrSger zur Abstutzung des Koppelelementes 
kann von Vorteil aus einem flexiblen Material herge- 
stellt sein, beispielsweise aus einem hochtemperatursta- 



Anordnung allenfalls vernachlassigbare Erhdhungen im 30 bilen Kunststoffmaterial wie Polyimid Dariiber hinaus 



wesentlichen wegen der auf dem abgestutzten Trager 
sehr diinnen Leiterbahnen vor, so daB die weitere Ferti- 
gung des Kartenk6rpers der Chipkarte ohne den Ein- 
satz volumenausgleichender Zwischenfolien und Zwi- 
schenlaminaten erfolgen kann. 

Bei einer bevorzugten Ausfflhrung der Erfindung 
kann von Vorteil vorgesehen sein, daB auf der dem Kop- 
pelelement zugewandten Oberflache des Haibleiter- 
chips im Bereich zwischen den AnschluBelementen des 



kann als Material des Tragers auch Pblyethylen oder 
Polyvinylclorid (PVC) verwendet werdea Weiterhin 
kann zur Vereinfachung der Justage von Halbleiterchip 
und Koppelelement der Tr5ger insbesondere auch aus 
35 einem transparenten oder wenigstens durchscheinen- 
den Kunststoffmaterial hergestellt sein, beispielsweise 
aus ABS oder PC/PBT, um einen optischen Zugang bei- 
spielsweise ffir eine Doppelbildkamera zU ermoglichen. 
Bei einer weiterhin bevorzugten AusfQhrung der Er- 



Halbleiterchips eine Isolierschicht aus elektrisch isolie- 40 findung kann vorgesehen sein, daB die Leiterbahnen des 



rendem Material vorgesehen ist, und wenigstens ein Teii 
der Leiterbahnen des Koppelelements auf der Isolier- 
schicht des Haibleiterchips abgestutzt bzw. frei gefuhrt 
ist. Auf diese Weise kann die in der Regel ohnehin vor- 



Koppeleleraents die verraittels einem Atzverfahren her- 
gestellten Windungen der Induktionsspule darstellen. 
Unter Einsatz von an sich bekannten photolithographi- 
schen Verf ahren konnen die Leiterbahnen und Kontakt- 



handene Isolierschicht auf dem Halbleiterchip, welche 45 anschlusse des Koppelelementes vermittels einem che 



Isolierschicht beispielsweise aus Polyimid-Material her- 
gestellt ist, gieichzekig fur die elektrische Isolierung der 
Leiterbahnen des Koppelelementes verwendet werden, 
wobei die in der Regel streif enformig ausgebildeten und 
gegenflber mechanischen Belastungen sehr empfindli- 
chen Leiterbahnen wenigstens teilweise auf der Isolier- 
schicht des Haibleiterchips abgestutzt sein konnen. Von 
Vorteil ist hierbei vorgesehen, daB die dem Koppelele- 
ment zugewandte Oberflache des Haibleiterchips und 



mischen Atzverfahren auf einer Spulenfolie aus Kupfer 
geprintet sein. Die Windungen der streifenformig aus- 
gebildeten Leiterbahnen der Induktionsspule sind hier- 
bei nebeneinanderliegend und kreuzurigsfrei auf der 
50 Spulenfolie aus Kupfer angeordnet, wobei die Kontakt- 
anschJGsse der Induktionsspule an den Windungsenden 
ausgebildet sind. 

Von Vorteil ist die Offnung zur Aufnahme des Haib- 
leiterchips am Randbereich der Chipkarte angeordnet, 



die dem Koppelelement zugewandte Oberflache des 55 wo die geringsten Biegebeiastungen auftreten und eine 



Tragers wenigstens annahernd biindig zueinander aus- 
gerichtet sind. Weiterhin ist vorgesehen, daB die Starke 
des Tragers und/oder die Tiefe der den Halbleiterchip 
aufnehmenden Offnung der Gesamtstarke des Halblei 



maximal zu bearbeitende Karteninnenflache zur VerfQ- 
gung gestellt wird 

Zur Erhohung des mechanischen Schutzes des Haib- 
leiterchips kann auf dem Trager ein Schutzring oder 



terchips entspricht Zur Erhohung der mechanischen eo eine Masse mit geeigneter Konsistenz, welche forrasta- 
Stabilitat und VergroBerung der Verarbeitungssicher- bil hartet (beispielsweise sogenanntes Glob Top), einge- 
heit kann relativ dickes Tragerraaterial mit einer der bracht werden. 

Halbleiterchipstarke entsprechenden Starke von bei- Bei der Fertigung der Chipkarte kann bei einer vor- 
spielsweise etwa 500 \xm verwendet werden, so daB der teilhaften AusfOhrung der Erfindung die Offnung bzw. 
Halbleiterchip selbst nicht gedunnt zu werden braucht, 65 der Durchbruch im Trager zur Aufnahme des Halblei- 
und die Bruchanfalligkeit des Chips in der Karte redu- terchips nach Fertigstellung der Montage von Trager 
ziert Von Vorteil stelit die den Halbleiterchip aufneh- und Koppelelement hergestellt werden. Nach dem Auf- 
mende Offnung einen sich fiber die gesamte Starke des bringen der kupferkaschierten Induktionsspule auf den 
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5 6 
Trager kann hierbei auf der dem Koppelelement abge- dargestellt; in Wirklichkeh besitzt die Induktionsspule 2 
wandten Oberflache des Tragers gaiiz flactog eine Pho- wesentlich grdBere auBere Abmessungen, die unter 
tolackschicht aufgetragen werden, die zur Ausbildung Ausnutzung der raaximalen Kartenflache der Chipkarte 
einer Atzmaske an der Stelle der anzubringenden Off- 1 ann&hernd den auBeren Abmessungen der Chipkarte 
nung strukturiert wird Nach einer chemischen Atzung 5 entsprechea Die Induktionsspule 2 kann als separates 
des Tragers zur Fertigung der Offnung bzw. des Durch- Bauteil durch Stanzen oder Atzen einer kupferkaschier- 
bruchs wird der Halbleiterchip in die Offnung eingesetzt ten Spulentragerfolie hergestellt sein. In an sich bekann- 
und eine elekirische Kontaktierung der Kontaktele- ter Weise wird die (in den Figuren nicht naher darge- 
mente des Halbleiterchips mit den KontaktanschlQssen stellte) kupferkaschierte Spulentragerfolie mit einer der 
des Koppelelementes vorgenommen. Hierbei kann als 10 Struktur der Leiterbahnen 3 und KontaktanschlQsse 4 
Schutz gegen das Atzmittel zur Herstellung der Off- entsprechenden Atzmaske, beispielsweise aus Photo- 
nung des Tragers das Koppelelement vorab an seiner lackmaterial, bedeckt und mit einem geeigneten chemi- 
Unterseite, d. h. der dem Trager zugewandten Seite mit schen Atzmittel behandelt Die aus Kupfer bestehende 
einem atzsubstanzresistenten Lack versehen sein. Alter- Induktionsspule 2 befindet sich in elektrischem Kontakt 
nativ kann die Offnung nach dem Aufbringen des Kop- 15 mit einer in einem Halbleiterchip 5 integriert unterge- 
pelelementes auf den Trager durch chemisches AnlOsen brachten elektronischen Schaltung, deren Funktions- 
des Tragermateriais oder durch thermisches Zersetzen weise dem Fachmann geiaufig ist und daher in den Figu- 
des Tragermateriais gefertigt werden. ren ebenfalls nicht naher dargestellt ist Der Halbleiter- 

Bei einer weiterhin bevorzugten AusfQhrung des er- chip 5 ist auf seiner Oberflache mit elektrisch leitenden 
findungsgemaBen Verfahrens kann dariiber hinaus vor- 20 Kontaktelementen 6 (sogenannte Chippads) versehen, 
gesehen sein, daB die Offnung im Trager zur Aufnahme die elektrisch und mechanisch mit den Kontaktanschhls- 
des Halbleiterchips vor der Montage von Trager und sen 4 der Induktionsspule 2 verbunden ist Zur mechani- 
Koppelelement hergestellt wird und vorObergehend mit schen Abstutzung der Induktionsspule 2, insbesondere 
einem mechanisch, chemisch oder thermisch entfernba- der mechanisch auBerst empfindlichen Leiterbahnen 3 
ren VerschluBmaterial verschlossen wird Die Offnung 25 der Induktionsspule 2 ist ein aus Polyimidmaterial her- 
im Trager kann hierbei vorab durch Stanzen, oder auch gestellter, einstUckiger Trager 7 vorgesehen, der zur 
durch chemische oder thermische Verfahren gefertigt Aufnahme des Halbleiterchips 5 mit einer Offnung 8 
sein. Daran anschlieBend und noch vor dem Aufbringen versehen ist Die Abmessungen der Offnung 8 entspre- 
der Koppelspule wird die Offnung in einem folgenden chen im wesentlichen den Abmessungen des Halbieiter- 
Schritt mit einem mechanisch stabilen, jedoch Ieicht zu 30 chips 5, so daB dieser vollstSndig in der Offnung aufge- 
entfernenden Material, vorzugsweise Kunststoffmateri- nommen werden kann. Unter Beriicksichtigung der 
al wie beispielsweise Polymer verschlossen. Nach dem Montagetoleranzen kann die Breite der Offnung etwas 
Aufbringen des Koppelelements und Fertigung der Lei- grdBer ausfallen als die Breite des Halbleiterchips 5, so 
terbahnen und Kontaktanschlusse des ICoppelelements daB an den Seitenbereichen des Halbleiterchips kleine 
vorzugsweise durch strukturiertes Atzen einer kupfer- 35 Resthohlraume 9 verbleiben, die allerdings nicht stdren. 
kaschierten Spulenfolie wird der VerschluB beispiels- Die Starke d des Tragers 7 entspricht genau der Ge- 
weise auf raechanischem, chemischem oder thermi- samtstarke des Halbleiterchips 5 samt Dicke der Kon- 
schem Weg entfernt, und der Halbleiterchip raontiert taktelemente 6, so daB die dem Koppelelement zuge- 
Das VerschluBmaterial kann insbesondere auch ein ge- wandte Oberflache des Halbleiterchips und die dem 
eignetes Wachsmaterial darstellen, welches durchjher- 40 Koppelelement zugewandte Oberflache des Tragers 7 
misches Abschmelzen nach dem Kaschieren und Atzen im wesentlichen bflndig zueinander ausgerichtet sind. 
der Induktionsspule auf einfache Weise entfernt werden Bei gangigen Chipdicken betragt die Starke des Tragers 
kann, und anschlieBend der Halbleiterchip in die freie etwa 400 bis etwa 500 jim, so daB eine zusatzlich durch- 
Offnung des Tragers eingesetzt und mit dem Koppelele- zufuhrende DQnnung des Halbleiterchips entfallen 
raent montiert werden kann. 45 kann. Der AuBenumfang des Tragers entspricht fast 

Weitere Merkmale, Vorteile und ZweckmaBigkeiten dem AuBenumfang der Induktionsspule 2 und damit im 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be- wesentlichen den Abmessungen der Chipkarte selbst, so 
schreibung eines Ausfuhrungsbeispieles anhand der daB die Induktionsspule 2 vollstandig auf dem Trager 7 
Zeichnung.Eszeigt: abgestQtzt ist Zwischen den Kontaktelementen 6 ist 

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht eines in die 50 eine dOnne Isolierschicht 10 aus elektrisch isolierendem 
Chipkarte einzusetzenden Chipmoduls bestehend aus Material, beispielsweise aus Polyimid vorgesehen, die in 
Halbleiterchip, Koppelelement, und Trager gemafl ei- der Regel ohnehin auf dem separat gefertigten Halblei- 
nem Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung; und terchip angeordnet ist und bei der erflndungsgemaBen 

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Komponen- Anordnung als elektrisch isoUerende Stutzschicht fur 
te nach Fig. 1 in teilweiser Draufsicht 55 den auf dem Halbleiterchip 5 verlaufenden Teii der Lei- 

Das in den Fig. 1 und 2 dargestellte AusfUhrungsbei- terbahnen der Induktionsspule 2 verwendet wird Der 
spiel der Erfindung urafaBt eine Chipkarte 1 zur kon- Halbleiterchip 5 liegt somit bQndig in der Offnung 8, 
taktlosenObertragungvonelektrischenSignalenanein iiber welche die Leiterbahnen 3 der Induktionsspulen 
(nicht naher dargestelltes ortsf estes Terminal), d. h. eine gefOhrt sind. Die' Induktionsspule 2 wird mit einer an 
sogenannte kontaktlose Chipkarte, welche eine Induk- 50 sich bekannten direkten Verbindungstechnik wie bei- 
tionsspule 2 als Koppelelement mit streifenf6rmig ne- spielsweise vermittels Thermokompression oder soge- 
beneinanderliegend, spiralf6rmig angeordneten Leiter- nannter Flip-Chip-Montage an den relativ breiten Kon- 
bahnen 3, die die Spulenwindungen darstellen, und mit taktelementen 6 bzw. Kontaktierpads mit dem Halblei- 
am Ende jeder Windung ausgebildeten Kontaktan- terchip 5 kontaktiert und befestigt Die gesamte Anord- 
schlussen 4, die gegenQber der Breite der Leiterbahnen 65 nung des erfindungsgemaBen Chipmoduls bestehend 
3 deutlich vergrOBerte Abmessungen besitzen. Aus aus Halbleiterchip 5, Triger 7 und Induktionsspule 2 
GrQnden der besseren Obersichtlichkeit sind in den besitzt gegeniiber den vorbekannten Anordnungen eine 
Fig. 1 und 2 lediglich Teile der Leiterbahnen 3 naher im wesentlichen planare Oberflache und kann daher bei 
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der weiteren Kartenherstellung ohne den Einsatz zu- 
satzlicher Zwischenfolien und dergleichen der Laminie- 
rung mit den weiteren Bestandteilen des Kartenkorpers 
zugefOhrt werden. Gegeniiber der Gesamtstarke des 
Tragers 7 bzw. des Halbleiterchips 5 kann die insbeson- 5 
dere in Fig. 1 insoweit ubertrieben dargestellte Dicke 
der Leiterbahnen 3 bzw. der Kontaktanschlusse 4 ver- 
nachlassigt werden. 

Bezugszeicheniiste 10 

1 Chipkarte 

2 Induktionsspule 

3 Leiterbahnen 

4 Kontaktanschltisse J5 

5 Halbleiterchip 

6 Kontaktelemente 

7 Trager 

8 Offnung 

9 Resthoblraume 20 

10 Isolierschicht 

Patentanspruche 

1. Chipkarte zur kontaktlosen Obertragung von 25 
eiektrischen Signalen an ein Terminal mit einem 
Kartenkorper, in welcbem ein Koppelelemem (2\ 
welches Leiterbahnen (3) und Kontaktanschlusse 
(4) aufweist und ein Halbleiterchip (5) mit einer 
dem Koppelelemem zugeordneten elektronischen 30 
Schaltung integriert ausgebildet sind, wobei der 
Halbleiterchip (5) auf seiner Oberflache mit Kon- 
taktelementen (6) fur die elektrische Verbindung 
der elektronischen Schaltung und den Kontaktan- 
schlussen (4) des Koppelelementes (2) versehen ist 35 
und ein wenigstens einen Teil der Leiterbahnen (3) 
und die Kontaktanschlusse (4) des Koppelelemen- 
tes (2) abstutzender Trager (7) aus einem elektrisch 
isolierenden Material vorgesehen ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Trager (7) im Bereich der 40 
Kontaktanschlusse (4) des Koppelelementes (2) mit 
einer den Abmessungen des Halbleiterchips (5) ent- 
sprechend geformten Offnung (8) zur Aufnahme 
des Halbleiterchips (5) versehen ist, fiber welche die 
Leiterbahnen (3) des Koppelelementes (2) gefOhrt 45 
sind 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB auf der dem Koppelelemem (2) zuge- 
wandten Oberflache des Halbleiterchips (5) im Be- 
reich zwischen den AnschluBelementen des Halb- 50 
Ieiterchips (5) eine Isolierschicht (10) aus elektrisch 
isolierendem Material vorgesehen ist, und wenig- 
stens ein Teil der uber die Offnung (8) gefuhrten 
Leiterbahnen (3) des Koppeielements (2) auf der 
Isolierschicht (10) des Halbleiterchips (5) abge- 55 
stfltzt bzw. frei gef Uhrt ist 

3. Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die dem KoppeJelement (2) zu- 
gewandte Oberflache des Halbleiterchips (5) und 
die dem Koppelelemem (2) zugewandte Oberfla- 6( > 
che des Tragers (7) wenigstens annahernd bundig 
zueinander ausgerichtet sind. 

4. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet daB die Starke (d) des 
Tragers (7) und/oder die Tiefe der den Halbleiter- 65 
chip (5) auf nehmenden Offnung (8) der Gesamtstar- 
ke des Halbleiterchips (5) entspricht 

5. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
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dadurch gekennzeichnet, daB das der elektroni- 
schen Schaltung des Halbleiterchips (5) zugeordne- 
te Koppelelemem (2) wenigstens eine Induktions- 
spule (2) mit einem gegenQber dert aufleren Abmes- 
sungen des Halbleiterchips (5) wesemlich groBeren 
Spuienumfang aufweist, und der AuBenurafang des 
Tragers (7) im wesentlichen dem Umfang der Spule 
entsprechend ausgebildet ist. 

6. Chipkarte nach einem der Arispriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbahnen (3) 
des Koppeielements (2) die vermittels einem Atz- 
verfahren hergestellten Windungen der Induk- 
tionsspule (2) darstellen. 

7. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB der das Koppelele- 
mem (2) abstfltzende Trager (7) aus elektrisch iso- 
lierendem Material eine Folie mit ebenmaBigen 
Oberflachen darstellt 

8. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Material des Tra- 
gers (7) ein temperaturstabiles, flexibles Kunststoff- 
materiai, insbesondere ein Polyimidmaterial auf- 
weist. 

9. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die elektrisch wirksa- 
me Fiache des Koppelelementes (2) wenigstens an- 
nahernd der Gesamtflache der Chipkarte (1) ent- 
spricht. 

10. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die 6ffnung zur Auf- 
nahme des Halbleiterchips (5) am Randbereich der 
Chipkarte (1) angeordnet ist 

I i. Chipkarte nach einem der Anspruche 5 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Windungen der 
streifenfdnnig ausgebildeten Leiterbahnen (3) der 
Induktionsspule (2) nebeneinander liegend und 
kreuzungsfrei auf dem Trager (7> angeordnet sind, 
und die Kontaktanschlusse (4) an den Windungsen- 
den der Induktionsspule (2) ausgebildet sind 
12. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte (1) 
zur kontaktlosen Obertragung von eiektrischen Si- 
gnalen an ein Terminal mit einem Kartenk6rper, in 
welchem ein Koppelelemem (2), Welches Leiter- 
bahnen (3) und Kontaktanschlusse (4) aufweist und 
ein Halbleiterchip (5) mit einer dem Koppelelemem 
(2) zugeordneten elektronischen Schaltung inte- 
griert ausgebildet sind, wobei der Halbleiterchip (5) 
auf seiner Oberflache mit Kontakteiementen (6) fur 
die elektrische Verbindung der elektronischen 
Schaltung und den Kontaktanschlussen (4) des 
Koppelelementes (2) versehen ist und ein wenig- 
stens einen Teil der Leiterbahnen (3) und die Kon- 
taktanschlusse (4) des Koppelelementes (2) abstQt- 
zender Trager (7) aus einem elektrisch isolierenden 
Material vorgesehen ist gekennzeichnet durch die 
Schritte: 

- Herstellen einer Offnung in dem Trager (7) 
im Bereich der Kontaktanschlusse (4) des Kop- 
pelelementes (2), 

- Einsetzen des Halbleiterchips (5) in die Off- 
nung des Tragers (7) derart daB die Kontakt- 
elemente (6) des Halbleiterchips (5) den Kon- 
taktanschlussen (4) zugewandt sind und die 
Leiterbahnen (3) des Koppelelementes (2) 
tlber der Offnung gefOhrt sind, und 

- Verbinden der Kontaktelemente (6) des 
Halbleiterchips (5) mit den Kontaktanschlus- 
sen (4) des Koppelelementes (2). 
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13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Offnung (8) im Trager (7) zur Auf- 
nahme des Halbleiterchips (5) durch einen chemi- 
schen Atzschritt hergestellt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch 5 
gekennzeichnet, daB die Offnung im Trager (7) zur 
Aufnahme des Halbleiterchips (5) nach Fertigstel- 
lung der Montage von Trager (7) kund Koppelele- 
ment (2) hergestellt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch 10 
gekennzeichnet, daB die Offnung im Trager (7) zur 
Aufnahme des Halbleiterchips (5) vor der Montage 
von Trager (7) und Koppelelement (2) hergestellt 
wird und vorubergehend mit einem mechanisch, 
cheraisch oder thermisch entfernbaren VerschluB- 15 
material verschlossen wird. 

16. Verfahren nach einem der Ansprflche 12 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB die KontaktanschlOs- 
se (4) des Koppelelementes (2) vermittels einer di- 
rekten Verbindungstechnik mit den AnschluBele- 20 
menten des Halbleiterchips (5) kontaktiert und be- 
festigtwerden. 

17. Verfahren nach einem der Ansprilche 12 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf der dem Koppel- 
element (2) zugewandten Oberflache des HalbleU 25 
terchips (5) im Bereich zwischen den AnschluBele- 
menten des Halbleiterchips (5) eine Isolierschicht 
(10) aus elektrisch isolierendem Material vorgese- 
hen wiri und wenigstens ein Teil der Qber die Off- 
nung (8) geftihrten Leiterbahnen (3) des Koppelele- 30 
ments (2) auf der Isolierschicht des Halbleiterchips 
(5) abgestutzt bzw. frei gefuhrt wird. 

18. Verfahren nach einem der Ansprflche 12 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die dem Koppelele- 
ment (2) zugewandte Oberflache des Halbleiter- 35 
chips (5) und die dem Koppelelement (2) zuge- 
wandte Oberflache des Tragers (7) wenigstens an- 
nahernd bundig zueinander ausgerichtet werden. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Offnung (8) zur 40 
Aufnahme des Halbleiterchips (5) am Randbereich 
der Chipkarte (t) angeordnet wird. 
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